LEITERPLATTENTECHNIK

Hausermann-Technologietagung -
frei fiir eine neue Sicht der Dinge

Am 7. Mai 2008 jihrte sich die Hiusermann-Technologietagung zum neunten Mal. Unter dem Motto ,, Frei
fiir eine neue Sicht der Dinge “ informierten internationale Experten die rund 90 Teilnehmer tiber heutige
und zukiinftige Technologiethemen aus der Elektronikbranche. Das Programm umfasste vier Fachvortrige,
eine Podiumsdiskussion sowie eine Fiihrung durch die Fertigung und bot ausreichend Gelegenheiten zum
Networking.

Freiheit beginnt im Kopf
— erinnert Geschéfts-
fithrer Dipl.-Ing. Rudolf
Janesch bei seiner Begrii-
Pung auf der Rosenburg.
,,Ist der Kopf frei von al-
tem Ballast, fallt es leicht,
an neue Dinge zu denken.
Gleichzeitig konnen In-
novationen aber auch nur
auf einer soliden Basis an
Wissen, Kompetenz und
Tradition entstehen — einem guten Nahrboden also
fiir Neues.“ In diesem Sinne spannte Hédusermann
auch in diesem Jahr wieder den Bogen von Bewéhr-
tem, wie dem historischen Veranstaltungsort, der
Rosenburg im Kamptal, Osterreich, zu neuen und
innovativen Themen in den einzelnen Vortrégen.

Geschiftsfiihrer
Rudolf Janesch

Im ersten Vortrag infor-
mierte Roland Heigl,
Zollner Elektronik AG,
iiber die Bedeutung und
die Moglichkeiten einer
gesamtheitliche Trace-
ability in der Elektro-
nikproduktion. Oft wird
nach einer intensiven
Fehlersuche der defekten
Gerite festgestellt, dass
ein bestimmtes elektroni-
sches Bauteil den Fehler verursacht. Wenn man nun
zuriickverfolgen kdnnte, ob die Bauteile der defek-
ten Geréte von einer bestimmten Charge stammen,
kénnte man gezielt diejenigen Geréte zuriickrufen,
bei denen Bauteile von dieser Charge eingebaut
wurden. Eine Voraussetzung hierfiir ist jedoch, dass
man die Entstehung des Produktes vom Zulieferer
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der Eingangsmaterialien bis zum Endverbraucher
aufgezeichnet und archiviert hat. Schon wahrend
der Qualititspriifung von Halb- oder Fertigerzeug-
nissen innerhalb einer Fertigung koénnen durch die
vorherige Aufzeichnung der Eingangsmaterialien
und deren Verarbeitung fehlerhafte Komponenten
gezielt aussortiert oder nachgearbeitet werden.
Traceability ermdglicht die Riickverfolgbarkeit
von gefertigten Produkten. Uber eine eindeutige
Kennzeichnung der fertigen Erzeugnisse und deren
Teilkomponenten wie z.B. Gehéuse, Unterbaugrup-
pen, Leiterplatten, passive Bauelemente, Steckver-
binder, Halbleiter, etc., kann auf die verwendeten
Materialien und Fertigungsparameter riickgeschlos-
sen werden. Durch diese Riickverfolgbarkeit des
Fertigungsprozesses werden z.B. Riickrufaktionen
fiir potenziell mit Schadstellen behaftete Produkte,
die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, auf ein
Minimum reduziert. Fiir alle Bereiche der Elek-
tronikfertigung gewinnt deshalb das Thema Trace-
ability immer mehr an Bedeutung. Roland Heigl
beschrieb in seinen Ausfithrungen des Weiteren die
Implementierung einer gesamtheitlichen Traceabi-
lity am Beispiel der Zollner AG sowie die elektro-
nischen Systeme, welche fiir ein solches Konzept
erforderlich sind.

Im Anschluss referierte
Dr.-Ing. Constantin Herr-
mann, PE International
GmbH, tber das Thema
Energieeffizienz und
Ecodesign mit dem Titel
Die EuP-Direktive —
Nutzen und Vorteile von
Umweltprofilen. Dabei
ging es nicht nur um den
aktuellen Stand der Ent-
wicklung der EuP-Richt-

Dr.-Ing. Constantin
Herrmann
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linie (Ecodesign Directive of Energy using Pro-
ducts), sondern vielmehr um die globale Bedeutung
des Themas Umweltbewertung und Ecodesign fiir
Unternehmen aus der Elektronikentwicklung. Klar
ist, dass die EuP-Richtlinie keine Eintagsfliege ist
und die Zukunft unternehmerischen Handelns und
allgemeinen Produktentwicklungen mafgeblich
und langfristig beeinflussen wird. Der erste Ent-
wurf von Durchfithrungsmafnahmen, die Fortfiih-
rung von Vorstudien und die Erweiterung des EuP-
Fokus von Konsumentenprodukten auf Investitions-
gliter wie Maschinen oder Medizingerite sind ein
Beweis dafiir. Wichtigster Aspekt fiir Unternehmen
ist jedoch nicht die Vorbereitung auf mogliche Kon-
formitit zur EuP-Richtlinie, sondern Ecodesign
generell als Methode zu nutzen, um sich und seine
Produkte zu verbessern — natiirlich hinsichtlich der
Umweltrelevanz aber auch hinsichtlich der Wettbe-
werbsfahigkeit europdischer Firmen der Elektro-
nikbranche. Das prisentierte Beispiel Leiterplatte,
deren Okobilanzmodell und erzeugte Ergebnisse
wie CO,, Treibhauspotential und Primarenergiever-
brauch zeigte, wie 6kologisches Lebenszyklusden-
ken zum Entdecken von Verbesserungspotentialen
filhren kann, sei es Energieeffizienz oder Material-
einsparung, was natiirlich auch wirtschaftliche Vor-
teile hat.

Nach der Mittagspause informierte Johann Hackl,
Hdusermann GmbH, tber Konstruktion und
Design hochkomplexer Leiterplatten. Hackl gab

In den Pausen hatten die Teilnehmer die Gelegenheit,
einer Falkenvorfithrung beizuwohnen oder einfach das
historische Burgambiente mit seinen zahlreichen Gérten
und Innenhdfen zu geniefien

im Rahmen seines Vor-
trages wertvolle Tipps
und Anregungen fiir Ent-
wickler und Designer wie
Konstruktion und Design
hochkomplexer Leiter-
platten gestaltet werden
kann, um solche Leiter-
platten moglichst wirt-
schaftlich zu realisieren.

Johann Hackl

Die Leiterplatte — als das
im wahrsten Sinne des
Wortes tragende Element in der Baugruppentechno-
logie — hat heutzutage viele Gesichter. Die mecha-
nischen und elektrischen Funktionen auf und in der
Leiterplatte werden immer umfangreicher. Dement-
sprechend werden auch die Konstruktion und das
Design von Leiterplatten immer komplexer. Denkt
man an die zahlreichen mechanischen Merkmale,
die eine Leiterplatte in sich vereinbart, (GroBe, Di-
cke, Befestigungen, Kontur, Frisen, Ritzen, Tole-
ranzen, Lagenanzahl, Lagenaufbau, Goldstecker,
Schlitze, Tiefenfrasungen, Ansenkungen, Steckver-
bindungen, Héhe der Bauteile, Kollisionsfreiheit
der Stecker und Bauteile mit Gehduse und anderen
Bauteilen, usw.) wird klar, dass bereits dieser Teil
des Konstruktions- und Designprozesses schon sehr
umfangreich ist. Aber auch die elektrischen Funk-
tionen und Merkmale nehmen in ihrer Anzahl und in
ihrer Komplexitit zu.

Waren die beiden wesentlichen Aufgaben der Lei-
terplatte in der Vergangenheit das Tragen der Bau-
teile und die elektrische Verbindung der Schaltungs-
netze, hat die Leiterplatte von Heute und Morgen
viele weitere Aufgaben zu iibernehmen.

Nimmt man zum Beispiel die impedanzkontrollierte
Leiterplatte unter die Konstruktionslupe, stellt
man fest, dass hier viele verschiedene technische
Merkmale (Leiterbreite, Leiterhohe, Lagenabstand,
Dielektrizititszahl, Lackschichtdicken, Atzraten
beim Herstellprozess, Dickentoleranzen der Lagen-
abstéinde) aufeinander abgestimmt, berechnet und
konstruiert werden miissen. Produktlaufzeiten von
mehreren Jahren machen auch die Wiederholgenau-
igkeit bei der Leiterplattenproduktion zu einem
wichtigen Faktor, der einen professionellen Leiter-
plattenhersteller auszeichnet.
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Des Weiteren bringt auch die rasante Bauteilmini-
aturisierung (z.B. BGAs) groe Herausforderun-
gen an alle Designer (CAE, CAD, CAM) mit sich.
Kleinste Rasterabstinde bendtigen oft auch kleinst-
mogliche Padgrofen, Bohrungen und Restringe,
Sacklocher, Buried-Vias, Microvias, und treiben
somit technische Kenngrofen (Aspect-Ratio, Feinst-
leitertechnik, Kupferkaschierungen, Clearance) an
die Grenzen des Machbaren. Nicht zuletzt sind oft
noch die richtige Dimensionierung fiir Strombelast-
barkeit, thermisches Management und optimiertes
EMV- erhalten gefordert.

Falsche oder unzureichende Designstrategien zie-
hen oft fertige Leiterplattenlayouts und Aufbauten
mit sich, welche die Herstellkosten explodieren las-
sen konnen oder die Herstellbarkeit sogar unmdog-
lich machen. Somit wird es fiir komplexe Leiterplat-
ten immer wichtiger, die Designstrategien zwischen
Konstrukteur, Designer und Leiterplattenhersteller
so friih wie moglich abzustimmen. Dies garantiert
den Erfolg hochkomplexer Leiterplattendesigns
und somit wiederum eine wirtschaftliche Herstel-
lung dieser elektronischen Baugruppen.

In seinem Vortrag gab
Dr. Bernd Schmelz, Isola
GmbH, einen Uberblick
iber neue Basismate-
rialien mit hoher ther-
mischer Bestindigkeit.
In vielen Anwendungen,
vor allem im Bereich der
Automobilelektronik,
steigen die Anforderun-
gen an die thermische
Zuverlassigkeit von Bau-
gruppen. Neben der maximalen Arbeitstemperatur
riicken immer mehr Fragen zur zyklischen Tempe-
raturbeanspruchung in den Vordergrund. So sind
heute maximale Arbeitstemperaturen von 150 °C
und mindestens 1000 Temperaturzyklen zwischen
-40 °C und +140 °C durchaus géngig.

Bei der Auswahl von Basismaterialien fiir Leiter-
platten kommt es sehr darauf an, das Anforderungs-
profil moglichst genau zu definieren. Hatte es vor
Jahren noch gereicht, die Glasiibergangstemperatur,
die Brennbarkeit und die Kupferhaftung zu spezi-
fizieren, so kommen heute viele neue Kenngréfien

Dr. Bernd Schmelz
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dazu. Diese miissen anwendungsspezifisch be-
trachtet werden. Die wichtigsten KenngroBen fiir
die Zuverlassigkeit von Leiterplatten sind: Glas-
libergangstemperatur T, Zersetzungstemperatur 7,
Time to Delamination, Thermische Ausdehnung a,
Temperaturindex 77, Maximale Operation Tempera-
ture (MOT), Zyklenfestigkeit (Hoch-T,, niedriges
a.,), CAF-Bestindigkeit, Feuchteaufnahme.

In der Folge an den Vortrag gingen Dipl.-Ing.
Lothar Oberender, Hdusermann;, Dr. Bernd
Schmelz, Isola; Dipl.-Ing. Giinter Grossmann, EM-
PA Ziirich; im Rahmen einer Podiumsdiskussion der
Fragestellung, welche Basismaterialien den derzei-
tigen und kiinftigen Anforderungen gerecht werden,
weiter nach. Der Ruf nach einem FR4 mit hoherer
Temperaturbestdndigkeit fiir den Bleifreil6tprozess
erreicht nach Aussage von Giinter Grossmann den
Leiterplattenhersteller zum Beispiel, ohne dass
die Notwendigkeit ausreichend tiberpriift wurde.
Grossmann fuhrte aus, dass eine Reihe von insti-
tutsbegleitenden Untersuchungen die Qualifikation
des herkdmmlichen FR4 mit einem T, von 130 °C
und einem 7, um die 300 °C fiir die iiberwiegende
Anzahl von Baugruppen auch fiir den Bleifteilot-
prozess belegt. Nur hochlagige Multilayer mit einer
kritischen thermischen Masse ab einer Lagenanzahl
von 12 - 20 Lagen konnen hier eine Ausnahme bil-
den.

Dr. Schmelz hat ausgefiihrt, dass bei all den neuen
Materialien, die das bisherige FR4 substituieren
konnen, keine Preisneutralitit erreicht werden kann
— selbst dann nicht, wenn die Abnahmemenge an
jene der bisherigen Materialien herankommt. Das
Resiimee aus den Ausfithrungen aller drei Podi-

Ein Blick ins Auditorium



LEITERPLATTENTECHNIK

HSMtec-Demonstration

umsteilnehmer ist, dass vor Einfiihrung eines neuen
Materials alle Gesichtspunkte beziiglich Materi-
aleigenschaften inklusive der Kosten beriicksichtigt
werden miissen.

Im Anschluss an das Tagungsprogramm hatten
die Teilnehmer nach einem Ortswechsel auf das
Hdiusermann-Firmengeldnde die Moglichkeit
einer Firmenbesichtigung in kleinen Gruppen. So
konnten die Besucher zum Beispiel die neuesten
Hochgeschwindigkeitsspindeln im Bohrprozess
in Aktion erleben. Diese ermdglichen die Bearbei-
tung der Leiterplatte mit einem Bohrdurchmesser
von 0,1 mm, sodass Microvias und Sacklocher auf
mechanischem Wege realisiert werden konnen.

An der von Hiusermann entwickelten und paten-
tierten Ultraschallschweifimaschine konnte die Her-
stellung der neuen Technologie HSMtec, bei welcher
Kupferelemente mittels Ultraschallschweilverfah-
ren in das Leiterplattensubstrat integriert werden,
beobachtet werden. Die Vorteile dieser Technologie
wurden anhand zahlreicher Praxisbeispiele und mit-
tels einer iiber eine Warmebildkamera visualisierte
Hochstromanwendung demonstriert. -dir-

Kontaktadresse

HAUSERMANN GmbH, Zitternberg 100, A-3571 Gars am Kamp,
Osterreich, Tel. +43/2985/2141-0, Fax -444, info@haeusermann.co.at,
www.haeusermann.at
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